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第一章 緒論 

1-1 計畫緣起 

1990 年代以後，由於中國低廉的人力與土地成本等，吸引世界各國製造業

到中國設廠，「中國製造」產品的比例逐漸增加。2007 年中國出口到美國的產

品共 2035 億美元，其中加工貿易出口 1288 億美元，占中國出口的半數以上，而

外資企業生產的產品更占中國出口總額的 58%(中國軍網，2008)。由此可見中國

吸引了許多外資進駐，成為世界的製造工廠。 

1-2 計畫動機 

全球在金融海嘯的侵襲下，經濟走向蕭條。身為台灣兩兆雙星之一的半導體

產業，也擋不住這波挑戰，產能利用率由90%下滑至70%，甚至更低，未來發展

受到嚴重衝擊。市場預估可能要等到2010年半導體產業才能逐漸復甦(拓墣產業

研究所，2008)。面對全球的不景氣，半導體產業極需要思考未來的策略與方向，

而中國廣大的內需市場便是一個很大的機會市場。 

與中國僅隔著台灣海峽的台灣，占有人文、地理等優勢，面對中國廣大的內

需市場，除了積極的策略佈局外，更應審慎的評估，以免造成投資損失。經濟部

投資業務處全球台商服務網中，提供大洋洲、北美洲、中南美洲、歐洲、亞洲、

非洲等的「主要國家投資環境分析」，主要分析的構面包括：自然、人文、經濟、

法規等，其分析內容整理如附件一(全球台商服務網，2008)。本計畫希望在過去                                                          

文獻的基礎下，建構出台灣半導體企業投資中國時需考慮因素，提供政府、組織

或企業進行投資活動時的參考。 

1-3 計畫目的 

    本計畫希望透過研究與分析，歸納出台灣半導體企業投資中國市場時的攸關

考量因素。未來可提供給需要評估中國產業投資環境之廠商或單位做為參考依據，

提高評估的準確性，降低風險。畢竟，錯誤的選擇或是條件考慮的不周延，都可

能帶來極大的損失。故本研究希望經由歸納台灣半導體企業投資中國時需考量的

構面，給予未來使用者更為便捷的方法。 

 

第二章 文獻探討 

2-1 半導體全球概況 

根據 IC Insights (2009)發表的最新報告如表 2-1，排名出 2009 年第一季全球

二十大半導體業者，由資料顯示全球前二十名半導體業者主要以美國、南韓、日

本、歐洲和台灣五個國家為主。 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1990%E5%B9%B4%E4%BB%A3&variant=zh-tw


表 2-1 2009 年第一季全球前二十大半導體業者 

1Q09 

排名 

2008 

排名 
公司 

總公司 

所在地 

2008 

總營收 

1Q09 

季營收 
成長率 

1 1 Intel 美國 34,490 6,573 -2% 

2 2 Samsung 南韓 20,272 3,686 2% 

3 5 Toshiba 日本 10,422 2,008 -12% 

4 3 TI 美國 11,618 1,982 -13% 

5 6 ST 歐洲 10,325 1,660 3% 

6 8 Qualcomm 美國 6,477 1,316 15% 

7 9 Sony 日本 6,420 1,270 -11% 

8 7 Renesas 日本 7,017 1,233 -12% 

9 12 AMD 美國 5,808 1,177 -1% 

10 4 TSMC 台灣 10,556 1,162 8% 

11 14 Micron 美國 5,688 1,010 3% 

12 11 Infineon 歐洲 5,903 970 2% 

13 10 Hynix 南韓 6,182 927 -33% 

14 13 NEC 日本 5,732 863 2% 

15 18 Broadcom 美國 4,509 853 20% 

16 19 Panasonic 日本 4,321 850 13% 

17 17 Fujitsu 日本 4,536 820 -1% 

18 16 Freescale 美國 4,959 798 -11% 

19 22 Sharp 日本 3,411 790 -7% 

20 25 MediaTek 台灣 2,845 704 16% 

資料來源：IC Insights, Company Reports (2009) 

 

2-2 台灣半導體發展沿革 

根據劉常勇(1997)指出，請參閱表 2-2，台灣半導體產業的發展是在 60 年代

高雄電子公司設立開始，而產業發展歷程主要可分為四個時期： 

(1) 1966 至 1973 年的萌芽期 

國內半導體產業在萌芽階段時主要是由 IC 封裝廠商所組成。如高雄電子公司、

德州儀器及飛利浦建元電子公司等，這些公司為我國 IC 產業發展奠定初步基

礎。再配合學校單位如交通大學的半導體實驗室，為我國半導體產業培養所

需人才。  

(2) 1974 至 1979 年的技術引進期 

1974 年為世界半導體產業發展最為迅速之階段，但台灣半導體產業製造卻尚

未成形，政府為帶領台灣產業朝技術密集方向升級發展，於是由工研院成立

電子工業研究中心，從美國無線電公司(RCA)引進 7 微米半導體製程技術，



設置半導體示範工廠，積極引進相關製造技術並積極移轉與輔導民間發展。 

(3) 1980 至 1995 年的成長期 

台灣在 1980 年成立新竹科學園區，在政策鼓勵與優待租稅配合下，半導體與

IC 設計相關公司接連成立，下游電腦產業也蓬勃發展，同時亦成立製造業及

晶圓代工，形成綿密且互依的產業分工群聚，並建立我國半導體產業在次微

米技術與 IC 設計開發的能力。  

(4) 1996 年後進入產業的擴張期 

由於 1996 年全球半導體市場遭受不景氣衝擊，但台灣半導體業者由於產品結

構分工均勻密實，半導體產值反而有相當幅度的成長。其中尤以半導體晶圓

代工產業，在台積電與聯華電子的領軍下，搶佔全球六成以上的市場，進而

引領半導體產業進入策略聯盟與國際專業分工的時代。 

 

另外，陳文峰(1998)認為從 60 年代開始，半導體產業總共經歷過三次的變

革。第一次變革是 Microprocessor 與 Memory 的誕生；在這時期產業的演變是由

系統公司自行設計 IC 與獨立生產製造系統的垂直整合時代，漸漸轉變成系統公

司與 IC 設計公司的分工製造體制。第二次變革是特殊應用 IC(ASIC)與特殊應用

標準 IC(ASSP)的出現；其中產業主要的特色為邏輯單元陣列連結之電路(Gate 

Array) 與標準電路元件(Standard Cell)設計技術的成熟及無晶圓廠 IC 設計公司

(Fabless IC Company)的出現。第三次變革則是 IP 的出現；而其明顯的特徵為在

設計 IC 時大量使用 IP，而且半導體業進入完全分工的時代。  

在過去的二十年來全球個人電腦產業與半導體產業明顯的有「反集中」化的

現象產生，像 IBM 公司過去為多晶矽、矽晶圓、IC、電腦系統、儲存、顯示、

周邊、系統服務等所有的產品都自製生產的公司愈來愈少，由於產品技術與市場

不斷的細分，幾乎沒有一家公司能夠全部的項目都專精領先。目前在半導體產業

中，自上游矽晶圓、設計，到中下游的晶圓製造、封裝、測詴等，也都已朝專業

分工與策略聯盟的生產方式發展，而且這個趨勢未來還會持續下去，台灣也就是

在這個趨勢下，發展出綿密完整的電子相關產業群聚，成為全球電子工業的生產

重鎮。 

 

第三章 關鍵成功因素 

3-1 我國半導體產業關鍵成功因素文獻探討 

本研究中提及，半導體產業包括 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測詴等，

因此，此部分將整合各研究針對半導體產業下之製造流程來探討產業關鍵成功因

素。以下列舉三部分之關鍵成功因素，包括營運效能導向、IC 產業以及 DRAM

產業。 

(一) 營運效能導向之關鍵成功因素 



黃卲榮(1997)在“企業競爭力與產業創新系統關聯性研究-積體電路產業之實

證研究”，指出以營運效能導向為主的廠商，其產業成功關鍵因素包括：製程掌

握能力、規模經濟能力、產品良率控制能力、全面成本控制能力。 

李輝鈞(2000)在“台灣積體電路競爭優勢及創新政策分析研究”，發現在我國

以營運效能導向之產業關鍵成功因素，包括產品良率的控制能力、資金的籌措能

力、交貨穩定度的控制能力、顧客長期關係建立的能力、與顧客建立互信基礎的

能力、市場領導的優勢、多元化技術的掌握能力、製造週期縮短的能力、研發人

員素質掌握及培育能力、研發資料庫完整性的掌握能力、廠商技術合作關係的掌

握能力、製程創新的能力等十二項。 

 

(二) IC 產業之關鍵成功因素 

李洋昇(1999)研究“台灣資訊電子廠商核心專長與競爭策略研究”，發現 IC 

產業核心能力包括策略管理能力、研究發展能力、網路資源能力、行銷運籌能力、

服務支援能力、量產製造能力等六項。經分析發現電子廠商在於研究發展能力、

量產製造能力具有顯著差異。 

蘇艷文(1996)在“創新矩陣策略分析模式之研究－以宏碁電腦公司為個案研

究”之論文中，歸納出我國 IC 產業關鍵成功因素如下：(1)獨特技術能力：創新

與研發能力、產品規格制定、關鍵技術與專利開發、技術資訊獲取能力；(2)低

成本營運能力：規模經濟優勢、零組件採購及來源控制、運籌管理能力、JIT 與

自動化能力、員工素質與人事管理能力；(3)市場導向經營：客戶需求掌握、行

銷通路掌握、產品設計與創新應用、品牌與企業形象建立、全功能服務能力；(4)

多元化經營：市場領導優勢、技術多元化、法規與管理能力、範圍經濟優勢。 

 

(三)DRAM 產業之關鍵成功因素 

蔡政宏(2000)在“DRAM 產業特性與架構發展趨勢研究”一文中，以鑽石模型、

Porter 五力分析和 SWOT 分析，勾勒出 DRAM 產業的發展趨勢。作者歸納出

DRAM 產業之廠商關鍵成功因素，可分為：(1)技術能力：製程微縮能力、製程

設計能力、先進世代高集度 DRAM 開發能力、高速 DRAM 研發能力、以及規

模經濟；(2)成本優勢：製程微縮能力、製程設計能力、生產管理能力、規模經

濟、其他成本控制；(3)投資能力：指擴廠(增加產能)或製程設備升級的能力(投

資能力配合研發以改善技術能力，而技術則改善成本)；(4)潛在產能：廠商全部

或部分生產 DRAM 廠房之廠房產能總合；(5)全球佈局能力。 

3-2 總體經濟環境對半導體發展分析 

當前經濟情勢相當的混沌，全球經濟面臨金融危機及原油、原物料價格飆漲

的衝擊。尤其是 2007 年爆發的美國次級房貸風暴，不僅衝擊美國經濟及金融市

場，而且波及歐洲、日本及亞洲等世界各國；而雷曼兄弟投資銀行破產，美林證

劵的被收購，顯示出金融危機的嚴重程度，也影響投資及消費信心。 



美國的金融危機衝擊全球金融市場及經濟景氣，並引發一連串的負面效應。

很多專家認為，美國及全球經濟可能陷入長期不景氣的 L 型復甦，這也意味未

來數年台灣勢必要面對極為嚴峻的國際經濟情勢，這也是我們必須要有的心理準

備。 

由此可見全球經濟環境之變化會間接影響各地區乃至企業經濟之成長，故本

節將詳細探討總體經濟環境面，並由台灣投資環境的角度來看兩岸之競合以及從

大陸總體環境面看台商之佈局。 

 

3-3 從台灣投資環境看兩岸之競合 

一、中國大陸半導體產業回顧與展望 

    根據國際半導體設備暨材料協會表示，中國大陸半導體設備市場在 2004 年

已經成長 136%，達 27.3 億美元的水準，然而隨著全球半導體景氣的影響，中國

大陸業者似乎漸漸放慢擴產速度， 2005 年大陸半導體設備市場大幅萎縮，其原

因是根據市場情況進行調整，且與中國大陸業者融資和資金擴充的問題有關〃簡

單來說，未來影響中國大陸半導體發展的因素，將不會只是廠商自己「認為」中

國大陸市場潛力無窮，而是中國大陸市場漸漸感受到高成長之後，勢必會有一波

修正的波段〃此波金融風暴對於中國半導體產業帶來考驗，但在中國大陸積極發

展半導體產業的態勢下，對半導體的供給及需求都快速上升，例如環渤海經濟圈

的崛起，帶動當地逐漸形成長三角外的另一個 IC 產業群聚新搖籃，2008 年該區

半導體產值已居全中國第二大，隨著產業環境與政策條件的持續改善，有可能在

未來幾年吸引更多資金、技術、人才的流入。台灣與中國大陸的半導體產業已形

成既競爭又合作的關係。 

    在全球金融海嘯過後，全球半導體產業緩步復甦，主要領導大廠在 2009 第

三季財報都轉虧為盈，然而目前對於全球何時明確走出風暴仍有許多不同的聲音；

而中國大陸在此風暴中卻仍創下高達 8 的經濟成長率，以及當地消費市場的崛起，

上述因素都造成 2009 年全球半導體產業版圖發生消長與遽變；而展望 2010 年，

包括新興市場消費型態所引領的 IC 設計業的發展契機、IC 製造業的整併與訴訟

後的產業版圖變化、因應新型態產品需求所引申出 IC 封測產業投入，都將是半

導體產業所必須持續關注的重點。預計在 2010 年到 2015 年間，上海的 8 吋或

12 吋半導體生產線的累計總數將超過 30 條，並希望能夠在期間內培養出具國際

競爭力的 IC 設計、IDM、以及從事封裝測詴的業者。整個計劃期間，預估投資

150 億美元，期望到 2005 年達成 100 億美元的產值目標，並使上海地區的半導

體業產值佔全國總產值的 80 %，以及全球半導體產業銷售額之 3 %。 

 

二、中國大陸與台灣半導體產業的競合 

    由新古典經濟學家的觀點看來，市場需求才是科技發展最重要的誘因。政府

該做的，就是提供一個健全的經濟環境與公帄的遊戲規則，而非干預市場運作。



如果科技政策是必要的，其任務應該是強化科技能力的供給，並且增加市場對科

技的需求。由這個角度看，國家有必要在供給與需求的兩端扮演重要的橋樑性角

色，一方面，國家應該創立公共的研究機構來引導科技創新的進行；另一方面，

國家應該協助研發活動商業化。 

    台灣對於封裝測詴產業的積極投入是無庸置疑的，從 2003 年開始，台灣的

IC 封裝測詴業已經正式排名第一，而成為世界的龍頭地位，不過這種情況，可

能無法維持太久，因為積極推動半導體產業的中國大陸，也開始以擴展或吸引世

界各地的大廠投入來增強當地的封裝測詴領域優勢，成為中國大陸半導體產業中

發展最為迅速的部分。一般而言，台資與外資在中國大陸佈局主要以研發中心、

IC 製造、IC 封測為主。由於跨國 IDM 大廠赴中國大陸投資的考量因素，主要

是爭取中國大陸市場、提升成本競爭力、利用人才。外資的營運方式主要是與母

公司自成一體系，與中國大陸本土廠商關係不明顯。至於台商，在中國大陸佈局

則含蓋 IC 設計、IC 製造與 IC 封測。然而台灣 IC 設計公司以營運據點為主，

目在爭食中國大陸市場商機。IC 製造與 IC 封測等廠商的目標客戶則是國際

IDM 大廠，也就是全球客戶服務的延伸。以台商與外商在中國大陸半導體體產

業鏈的角色來看，只要不是合資或技術合作，並無技術外移至中國大陸本土 

廠商的疑慮。 

    根據市場研究機構預測 2007 年中國大陸將成為全球最大的半導體封測基地，

並且預期暫有 30%的市場份量。其主要原因是目前大陸半導體產業發展上，仍處

於產業鏈下游且技術層次較低的封裝測詴產業最為成熟，對於高速發展的晶圓廠

而言，無論式封裝技術或產能都可能無法滿足需求，因此當地的政府也將計畫加

大對於封測產業的扶植，甚至有可能再頒布新的優惠措施來吸引更多當地的廠商

或是國外的業者投入設廠。這樣對於台灣的風測產業而言是比較不利的情況。雖

然產業之間的競爭在所難免，但是商場上沒有永遠的敵人，已晶圓廠而言，台灣

業者可以接受大陸設計業訂單，當然大陸晶圓廠也廣納台灣 IC 設計的產能，在

技術上相互競爭，在商業模式上相互合作，才是企業永久發展之道。 

 

第四章 分析與結果 

4-1 產業優勢分析 

    將 IC 製造廠商以價值鏈分析，各階段如下： 

1. 支援活動 

(1) 基礎結構(infrastructure)：一般管理、公司制度、企業文化、財務投資融資、

生產設備取得等。 

(2) 人力資源管理(human resource management)：高素質研發人才招募與徵選、

人力資源開發及養成、績效量化評估、降低人才流動率等。 

(3) 技術發展(technology&development)：技術研發、技術創新、技術移轉、流程



改善、團隊整合等。 

(4) 採購(procurement)：協助各階段執行時所需資源取得，ex. 協助輸入後勤免

點免驗直接上線。 

 

2. 主要活動 

(1) 輸入後勤(inbound logistics) 

元件設計：電路設計創新、設計工具的運用、整合設計與製造、完整的專業

資料庫等。 

(2) 生產(production/operation) 

IC 製造：製程創新的能力、製程改善的能力、產量與良率的提升、生產周

期等。 

(3) 輸出後勤(outbound logistics) 

庫存管理與配送：改善庫存水準、建立預測模型等。 

(4) 行銷與銷售(marketing & selling)： 

產品行銷：交貨品質與穩定度、顧客教育能力、通路掌握能力、良好顧客關

係管理等。 

(5) 服務(service)： 

    顧客服務：個人化的產品設計與製造、建立良好溝通管道等。 

4-2 關鍵成功要素 

    在了解產業價值鏈後，本研究參考司徒達賢教授提出的策略型態略作修正後，

利用價值鏈設上各單元與各策略型態交叉，建立半導體產業的關鍵成功因素矩陣。

如表 4-1 所示。 

 

表 4-1 關鍵成功因素矩陣 

 基礎結

構 

人力資

源管理 

技術發

展 

採購 輸入後

勤 

生產 輸出後

勤 

行銷銷

售 

服務 

產品 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

垂直 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

規模 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

地理 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

競爭 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

 

第五章 結論與建議 

5-1 大陸市場現況 

2009 年全球經濟衰退導致市場相對嚴峻且充滿不確定性，半導體產業在市



場需求疲軟之下逐漸下滑，但 2010 年的世界經濟情勢普遍認為會復甦且回復到

經濟衰退前的水準，而中國國務院總理溫家寶在 2009 年末接受官方媒體訪問指

出，政府除了關注住房、農民工、通膨等問題之外，特別明確強調未來科技是國

家強勝的關鍵，因此之後於北京特別招開一次科技界大會，聽取經濟、產業和學

界的建議，整理後提出大陸未來科技產業發展的策略及方向，並計畫與「十二

五」規畫結合。  

目前大陸推行的十一五計畫中，在提振產業地位的部分，半導體產業界人士

多保持著樂觀看法，因此連帶對於政府的十二五計畫有所期許，這代表著多數大

陸半導體產業界人士深知目前半導體產業未來在大陸的發展，其中不可或缺的力

量就是政府的支援，如果沒有政府刻意有系統的扶植半導體產業，現在及未來的

發展狀況將不如現在樂觀，以上海半導體產業為例，如果希望上海的半導體群落

發展能持續擴大，政府單位勢必得在優惠條例上持續端出牛肉，以吸引外國各大

廠持續投入，用以扶植大陸本土半導體廠商。 

在大陸本身內需市場方面，目前大陸光在自己內需市場方面已經超越美國，

成為世界第一大半導體零件消費國，因此將持續吸引外國大廠對大陸市場的投入

及調整產品或營運模式以符合大陸市場的需求。但不可否認的，大陸半導體廠商

在與國外廠商接觸後已體認到，未來勢必得面對這些國外競爭下，得先提升自己

的創新能力、產品的質與量、生產規模以及企業的體質健全等問題。 

再者，部份半導體廠商認為大陸身為追隨者，各場不應單打獨鬥，各自建設

各自的廠房，因為建設最新型的廠房所需資金相當高，單打獨鬥的風險和成本太

高，應該在政府主導下進行廠商間的整合，甚至是產業間的整合。例如上海華虹

NEC 政商關係良好，之前曾接過政府 IC 卡的標案，而宏力半導體在歐洲和日本

的事業版圖較廣，如果雙方能夠在整合，兩者的事業版圖和業務規模勢必能產生

綜效，進而向上提升。 

而在技術提昇方面，中國的中芯國際向 IBM 技術授權的 45/40 奈米可望量

產，但是在實際運作上，以目前全球市占率及技術均第一的台積電本身經驗，當

年都曾在 45/40 奈米製程上發生良率不高的狀況，因此中芯半導體在此技術實際

運作上仍有疑慮。 

因此大陸當局在 2010 年的半導體產業上，除了繼續協助業者提升技術能力

之外，可望繼續扶持和整併業者，以提升該產業在國際上的競爭力。 

5-2 台廠商優勢 

上述中國大陸的現況與台灣廠商關鍵成功因素之外，關於未來下一個半導體

產業傾全力發展的關鍵技術-3D IC，台灣廠商已經搶先布局的情形及占有優勢。

台灣 IC 產業價值鏈的完整性，以各價值鏈各階段的次產業公司家數來看，台灣

的 IC 設計廠商有 268 家，這表示台灣的 IC 設計業具有相當的研發能力、人才以

及具有市場價值的專利技術，剛好符合 IC 設計公司不需要投入太多的固定資產

及募集龐大資本的進入障礙，而在封裝廠有 33 家、測詴廠 35 家、具晶圓廠的 IC



製造商有 13 家，產業鏈結構完整且專業的情況下，對於新技術的研發具有信心

能在台灣研發生產。 

在這在晶圓代工廠對於此新技術的應用上，台灣兩間代工廠就占全球產值的

七成之高，而中國雖然位居第二，但僅 14.1%的比重，差距相當大。而因應客戶

的需求，現在晶圓代工廠也需要跨入 WLCSP 技術的開發，所以台積電也投資

Color Filter 的采鈺以及擅長 WLCSP 的精材科技。對於台積電和聯電這樣資本雄

厚的晶圓代工廠來說，投資在封裝所需的成本遠較代工廠來的少，但對於穩定客

源以及強化競爭力上有相當大的助益，這一點也是大陸廠商在技術尚未能與台積

電和聯電比拼，財務上更沒有兩位老大哥健全下，在新世代的 3D IC 這塊大餅無

力分食的一大問題。 

5-3 結論與建議 

整合上可得知，台灣廠商在大陸投資的關鍵成功因素可歸納得出下列九點。 

(1) 產品良率的控制能力(A6) 

(2) 整合廠商間合作關係的能力(C3) 

(3) 規模經濟的優勢(D6) 

(4) 範疇經濟的優勢(D6) 

(5) 整合兩岸的分工能力(E3) 

(6) 資金的籌措能力(F1) 

(7) 高素質的研發人員的招募及培訓(F2) 

(8) 元件設計的能力(F5) 

(9) 製程開發的能力(F6) 

 

然而在這九點之餘仍有許多尚不明朗的因素，例如：存貨與產能間的預測能

力、政策與社會文化掌握的能力、規格制定的能力等其他關鍵因素，得留作後人

繼續延伸此研究時的參考方向。 
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